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Abstract (en)
[origin: CA1111149A] The present invention relates to a process for passivating the surfaces of semiconductor elements. Silicon layers which are
vapourdeposited on the surface of semiconductor elements have the effect of a permanent stability on the characteristic curves of the semiconductor
element. These silicon layers are annealed, in order to reduce the inverse currents. This effects a permanent lowering of the inverse-current level.
This invention may be used on all semiconductor elements.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Passivieren der Oberflachen von Halbleiterelementen. Auf die Oberflache von Halbleiterelementen
aufgedampfte Siliciumschichten (8) stabilisieren die Kennlinien der Halbleiterelemente dauerhaft. Zur Absenkung der Sperrstréme werden
diese Siliciumschichten getempert. Dadurch wurde eine dauerhafte Absenkung des Sperrstrdmniveaus erreicht. Die Erfindung kann bei allen
Halbleiterbauelementen angewendet werden.
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